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1.6 Przykłady i Ilustracje

1.7 Metodologia Inspekcji

1.8 Weryfikacja Wymiarów

1.9 Narzędzia Powiększające

1.10 Oświetlenie

If a conflict occurs between the
English and translated versions of
this document, the English version
will take precedence.

W przypadku, gdy pomiędzy wersją
angielską, a wersją przetłumaczoną
niniejszego dokumentu, wystąpi
rozbieżność, obowiązuje wersja
angielska.

1.1 Zakres

Niniejszy standard jest zbiorem wymagań dotyczących
wizualnej jakościowej dopuszczalności zespołów
elektronicznych.

Niniejszy dokument prezentuje wymagania dotyczące
dopuszczalności wytwarzania zespołów elektrycznych i
elektronicznych. Historycznie rzecz ujmując, standardy
dotyczące zespołów elektronicznych zawierały bardziej
wyczerpujące zasady i techniki dotyczące nauczania.
W celu dokładniejszego zrozumienia zaleceń i wymagań
zawartych w niniejszym dokumencie, można stosować go
wraz z IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 i IPC J-STD-001.

Celem tego dokumentu nie jest zdefiniowanie procesów
montażu jak również nie jest nim autoryzacja naprawy/
modyfikacji lub zmian produktu klienta. Na przykład
informacje zawarte w tym dokumencie dotyczące klei
łączących komponenty nie są równoznaczne z wymogiem
ich stosowania, jak również wyprowadzenie owinięte
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara dookoła
zakończenia nie oznacza, że wszystkie wyprowadzenia/
przewody powinny być owinięte zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazówek zegara.

Użytkownicy niniejszego standardu powinni znać stosowne
wymagania tego dokumentu oraz powinni wiedzieć jak je
zastosować.

Powinien być utrzymywany obiektywny dowód
wykazania się tą wiedzą. Tam, gdzie obiektywny dowód
jest niedostępny, organizacja powinna rozważyć okresowy
przegląd umiejętności personelu w zakresie ustalania
właściwych wizualnych kryteriów dopuszczenia.

IPC-A-610 określa kryteria wykraczające poza zakres IPC
J-STD-001 definiujący wymagania dotyczące obsługiwania,
wymagania mechaniczne oraz wymagania dotyczące
wykonania. Tabela 1-1 jest podsumowaniem odpowiednich
dokumentów.

1 Dopuszczalność Zespołów Elektronicznych

Przedmowa
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